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ａｍ 了设计画在新棚 Ｃ Ｆ Ｄ
（ 计算流

綱学 ） 模拟 时手 丁－ 简化模拟模型 ，

导致 Ｃ ＦＤ 的过程太长 ， 模拟数据的结果

ＩＩ 缺少收敛 。

ａ想情况下 ， 应在项 目 开始阶段就

细致周 到 的考虑好热能管理 ， 其所指 的

图 １ 在－辆轿车中所有电气零部件都需要良好的散热 氣 ， 产 品涉及到
一

个非常复杂的 系统 ’ 是
一

只有这样才能提高它们的工作可靠性个有着不同设计原则的综合体 ：
１ Ｃ 半导

体芯片设计师 、
ＦＰＧＡ 现场可编程 门 阵列
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设计师、 电路板布局设计师 、 生产工艺师 、

天的汽车 中 ， 电子元器件所 占 比
一

定程度上被强化 了 ， 从而使它们成为软件开发工程师 、 可靠性工程师 、 市场
＂

Ｖ 例在不断 的提高 ， 或许在不久的限制 电气 、 电子元件研发速度的潜在 因销售和高频 电子技术工程师等多方合作

将来它们的价值会超过汽车机械零部件 。 素 。 因 此 ， 在 电气 、 电子元件设计时必才能完成任务 。

与此同 时 ， 最原始 的元器件也发展成为须有合适的冷却散热方案 。在项 目方案设计阶段就要做出 产品

车 型竞争 中 重要 的竞争力 。 这样一来 ，机械 制 造者 利 用 机械设计 自 动化可选项 的判 断 。 这样的判 断表示 的是 ：

不仅机械设计成为车型准时供货 的决定 （
Ｍ ＤＡ

） 软件进行产 品 的物理设计 ， 负从空间 、 外形尺寸 、 性能和功能等方面

性 因 素 ， 电气元件和软件也成为新车型责除 １Ｃ 芯片和 电路板之外所有产品的设来考虑 ， 是否能够解决 电子系统的冷却

准时上市的重要 因 素 。 这些 电气 、 电子计。 因 此 ， 他们应与使用 电气设计 自 动散热任务 。

元件不仅要很快的完成设计 ， 而且在性化 （
ＥＤＡ

） 软件的 电气技术人员合作 。

能 、 质量和可靠性方面都要满足很高的 快速芫成概念模型

标准 。 电气元件的主要发热源是 １Ｃ 半导 海量数据传输 在 Ｍ ｅ ｎ ｔ ｏ ｒＧ ｒ ａｐ ｈ ｉ ｃ ｓ 公 司 新 版

体芯片 。 对温度非常敏感的半导体芯片过去 ， 机械设计 自 动化和 电气设计Ｆ ｌ ｏ
－ Ｔ ｈ ｅ ｒｍ － ＸＴ 软件的帮助下 ， 设计师

对冷却散热系统的设计提 出 了 很高的要自 动化两大领域都是通过海量数据传输们或者热动力学专家们可 以很快的完成

求 ： 因 为它们
一旦过热就会失效 （ 图 １

） 。相互联系 的 ， 而且在大多数海量数据传半导体芯片 、 电路板和封装外壳的概念

随着芯片功能的增多 ， 芯片的 发热也在输 中都没有数据过滤器 ： 只是把与冷却模型设计和模拟计算 ， 以便确认是否能
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这时 ， 电路板与封装外壳之间有着准确

封装外壳设计冷却策略的测

产

方 案 的 间 隔距离 。 这 才能够开始详细设计 ，

ｉｆｌＨＩｉ＾＾ 把相关信雛 ＭＤＡ 和 ＥＤＡ软件 中 ，

总体布局 ？ ＾〇＾ 需要 的散 热体开始详细的具体设计 。

ＭＨＨ減热器

散 热 体随着设计过程的继续 ， 在 Ｍ ＤＡ 和

 和 译 热ＥＤＡ 软件中完成的详细的具体设计将会

在传送到 Ｆ ｌ〇 －Ｔｈｅ ｒｍ－ＸＴ 软件系统之后 自

，逆设计优化 输入到隠 软件
动的进行分析和优化 。

准确性测试 Ａ中 详细设计的 电路板是通过 Ｆ ｌ ｏ
－ＥＤＡ －

？ 输 入 ？ｊ
Ｅ ＤＡ ＊ Ｂ ｒ ｉ ｄ

ｇ ｅ 软件传送的 ８ 该软件会对传送的
ｆ

件 中设计电路板
数据进行相应的 匹配调整 ， 把 电路板设

图 ２ 利用 Ｆ
ｌ ｏ

－

Ｔｈ ｅ ｒｍ
－

ＸＴ 软件从概念方案到最终检验的 ＭＤＡ 、 ＥＤＡ 全过程计 中 不必要的数据信息过滤 。 例如 ， 许

多对散热设计无足轻重的解耦 电容 、 终

端 电 阻 、 砷化镓 晶 片倒 角 边棱 圆 化等 。

够真的达到 原定的冷却散热 目 标 。 若模列到 电路板上 。若这些不必要的零件也进人 ＣＦＤ过程中 ，

拟计算得出 的结果是理想的结果 ， 设计随后 ， 设计师可以设计 出 适合 电路则会明显延长分析过程的时间 。

师们 可 以从 热 动 力学 的 角 度继续进行板布局方案的封装外壳 。
Ｆ ｌ ｏ － Ｔｈ ｅｍｉ

－ＸＴＦ ｌ ｏ － Ｅ ＤＡ － Ｂ ｒ ｉ ｄ ｅ ｇ ｅ 软件是
一

种利用

（ 图 ２
） 。软件有着机械设计的全部功能 ， 因 此可本机数据库进行工作的软件 ， 这就省去

以最大限度的完成元件和 电路板封装外了大量接 口 的制定和性能改进 。

迭代开发过程详解壳的设计 ， 非常正确的再现最终产 品 的

迭代开发过程是从 电路板布局方案外貌 。 当 电路板安排到封装外壳里之后 ，集成了机械设计

开始 。 这一步工作 中 ， 设计师可 以大体就可以添加
一些限定条件并进行 Ｃ Ｆ Ｆ 热在 Ｆ ｌｏ

－Ｔｈｅ ｒｍ－ＸＴ 软件系统中集成了

勾勒 出 电路板的布局 以及确定所有的 发动力学分析 。 在模拟分析结果的基础上 ，
封装外壳的机械设计功能 。 在这种情况

热元件 。 这些元件可 以是全新设计 的 ， 设计师可 以修改元件在 电路板上的安置下 ， 模型是直接从本机数据库 中选 出 来

也可 以是从智能数据库 中选 出 来的 。 智位置 ， 在发热元件上添加散热体 ， 对封的 ， 不同于其他 Ｍ－ＣＡＤ 软件的模型 ， 可

能数据库 中不仅描述 了各种元件 ， 而且装外壳进行改进 ， 重新进行模拟分析 。以把不重要的细节从这
一

模型 中过滤 出

也有可供选用 的合适模板 ： 表示真实元这一过程周 而复始循环下去 ， 直到去。 Ｃ Ｆ Ｄ 软件 自 身的
一些功能发挥着决

件的模板 。 这些元件都按照布局方案排设计师对冷却散热方 案感到 满 意为止 。 定性的重要作用 ： 它们不仅加快 了模型

处理 的速度 ， 而且为设计师和专业人士

提供 了恰到好处的热动力学分析 。

传统的 ＣＦＤ 软件要求操作使用 人员

设计过程中的模拟分析有着丰富的热动力学专业知识 ， 要在解

为什 么 在设计过程 中使 用 高 效的 ＣＦＤ软件进行热 动 力 学模拟分析时设计 师决方 案 的模型准备方面花费很多 时间 。

身 边要有 热 动 力 学 专 家呢 ？ 下 面介绍 的是一些 决 定性 的 因 素 ： 例如手工清理模型 、 手动调整计算 网络

＊ 产 品 实 时 的进 入 市 场 ： 若 产 品 设计仅仅是延误 了 几个星期 ， 这就 可 能和不 同 的修改 ， 以保证解决方案是收敛

推迟新车 型 的供货期 ，
而 这在汽车领域 中这可 能会要损 失上 百 万 的 资金 ；的 。 在传统的 ＣＦＤ 软件 系统中 ，

一

个迭

■ 设计 师 应 有利 用 不 同 的设计工 具进行试验测试 的 可 能性 ： 这会使产 品代设计得到最终结果所需循环的时间可

有 更 高 的屑 量 、
更好 的性能和更 强 的 竞 争 力

； 长达几周 。 而在一个迭代设计完成之后 ，

＿ 减 少 物理性 实 验样件数量 的必要性 ： 多 余 的 实验样件也要支付成 本 费可能需要开始另
一

个迭代设计 。 而利用

用 ，
以 及相 应 的 时 间 ； Ｆ ｌ ｏ －Ｔｈｅｒｍ －ＸＴ 能把几周 的时间缩短到

一

參 产 品要在 高 可 靠 性 的 条件 下生 产 和制 造 ： 这样就 可 以 节省 三 包和 产 品天甚至是几个小时 。 而迭代设计循环时

召 回 所付 出 的代价 ， 保证 了 企业的 良好 声 誉 。 间 的缩短也大大的缩短的 了 产品设计的

时间 。 Ｃ２３

ｄ ｒ ｉｖｅ ． ｖｏｇ ｅ ｌ ． ｃｏｍ ． ｃ ｎ ｆ？ 丨

■

（驱甜 ２ ０ １ ６
－

０４
．

ＭＭ现代制造４５


